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(57)【要約】
【課題】小型且つ簡単な構成で、基板上に電子部品を正
確に位置決めすることが可能な電子部品モジュールを提
供すること。
【解決手段】少なくとも１つの位置決め部品が、基板の
表面に設けられた金属パッドに固定され、電子部品に向
き合う。電子部品と位置決め部品の面内方向の間隙が、
前記複数の電極パッドの最小距離より小さい。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、
　前記基板の表面に設けられた複数の電極パッドと、
　前記基板の表面に設けられた少なくとも１つの金属パッドと、
　前記基板の前記表面に搭載される電子部品であって、前記複数の電極パッドの前記表面
方向に対向し、且つ前記複数の電極パッドと電気接続される複数の対向電極を有する電子
部品と、
　前記金属パッドに固定された少なくとも１つの位置決め部品と、
　を備え、
　前記位置決め部品と前記電子部品の前記基板の前記表面面内方向の間隙が、前記複数の
電極パッドの最小距離より短い電子部品モジュール。
【請求項２】
　前記位置決め部品の前記金属パッドに向き合う面に金属膜が設けられ、
　前記位置決め部品がはんだで前記金属パッドに固定されている請求項１記載の電子部品
モジュール。
【請求項３】
　前記電極パッドと前記金属パッドが、同じ材料、且つ同じ厚さである請求項１または２
に記載の電子部品モジュール。
【請求項４】
　前記金属パッドが、前記基板の前記表面に設けられた孤立パターンである、または半田
レジストにより開口制限されている請求項３に記載の電子部品モジュール。
【請求項５】
　前記位置決め部品が、前記電子部品に向き合う側面と、上面と、前記側面と前記上面の
間に設けられ前記側面および前記上面に対し傾斜した傾斜面と、を有する請求項１～４の
いずれか１つに記載の電子部品モジュール。
【請求項６】
　基板と、
　前記基板の表面に設けられた複数の電極パッドと、
　前記基板の表面に設けられ、前記基板の前記表面において互いを結ぶ線が三角形を含む
配置関係にある少なくとも３つの金属パッドと、
　前記基板の前記表面に搭載される電子部品であって、前記複数の電極パッドの前記表面
方向に対向し、且つ前記複数の電極パッドと電気接続される複数の対向電極を有する電子
部品と、
　前記金属パッドにそれぞれ固定された少なくとも３つの位置決め部品と、
　を備え、
　前記位置決め部品と前記電子部品の前記基板の前記表面面内方向の間隙が、前記複数の
電極パッドの最小距離より短い電子部品モジュール。
【請求項７】
　前記位置決め部品の側面が前記電子部品に向き合っている部分が３つ以上である請求項
１～６のいずれか１つに記載の電子部品モジュール。
【請求項８】
　前記電子部品の前記複数の対向電極と、前記複数の電極パッドとの間に設けられ、前記
複数の対向電極と前記複数の電極パッドとを電気接続する異方導電性部材をさらに備えた
請求項１～７のいずれか１つに記載の電子部品モジュール。
【請求項９】
　前記電子部品を前記基板の前記表面に向けて押圧する押圧部材をさらに備えた請求項１
～８のいずれか１つに記載の電子部品モジュール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明の実施形態は、電子部品モジュールに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＬＳＩなどの半導体集積回路は、その性能向上に必要な集積密度向上とともにパッケー
ジの必要端子数が増えてきており、パッケージサイズ拡大や端子ピッチ縮小が進められて
いる。例えば、微小半田ボールの溶融接続により狭ピッチ接続を行っている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１９－４０６８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の実施形態は、小型且つ簡単な構成で、基板上の電極パッドに対して電子部品を
正確に位置決め可能であり、電子部品を挟ピッチの電極アレイなどで多端子接続可能な電
子部品モジュールの提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の実施形態によれば、電子部品モジュールは、基板と、前記基板の表面に設けら
れた複数の電極パッドと、前記基板の表面に設けられた少なくとも１つの金属パッドと、
前記基板の前記表面に搭載される電子部品であって、前記複数の電極パッドの前記表面方
向に対向し、且つ前記複数の電極パッドと電気接続される複数の対向電極を有する電子部
品と、前記金属パッドに固定された少なくとも１つの位置決め部品と、を備えている。前
記位置決め部品と前記電子部品の前記基板の前記表面面内方向の間隙が、前記複数の電極
パッドの最小距離より短い。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】実施形態に係る電子部品モジュールの模式平面図である。
【図２】（ａ）は実施形態に係る電子部品モジュールの模式断面図であり、（ｂ）は（ａ
）に示す位置決め部品の拡大断面図である。
【図３】実施形態に係る電子部品モジュールの模式断面図である。
【図４】実施形態に係る基板モジュールの模式平面図である。
【図５】実施形態に係る基板モジュールの模式平面図である。
【図６】実施形態に係る電子部品モジュールの模式平面図である。
【図７】実施形態に係る電子部品モジュールの模式平面図である。
【図８】実施形態に係る電子部品モジュールの模式平面図である。
【図９】実施形態に係る電子部品モジュールの模式断面図である。
【図１０】実施形態に係る電子部品モジュールの模式平面図である。
【図１１】実施形態に係る電子部品モジュールの模式平面図である。
【図１２】（ａ）は実施形態に係る電子部品モジュールの模式平面図であり、（ｂ）は（
ａ）に示す電子部品モジュールの模式断面図である。
【図１３】実施形態に係る電子部品モジュールの模式平面図である。
【図１４】実施形態に係る電子部品モジュールの模式平面図である。
【図１５】実施形態に係る電子部品モジュールの模式平面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　以下、適宜図面を参照しながら実施形態の説明を行っていく。説明の便宜のため、各図
面の縮尺は必ずしも正確ではなく、相対的な位置関係などで示す場合がある。また、同一
または同様の要素には、同じ符号を付している。
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【０００８】
　図１は、実施形態に係る電子部品モジュール１の模式平面図である。
　図２（ａ）は、電子部品モジュール１の模式断面図であり、図２（ｂ）は図２（ａ）に
示す位置決め部品３０の拡大断面図である。
　図３は、電子部品２０と基板１０との接続部の模式断面図である。
【０００９】
　電子部品モジュール１は、基板モジュール１５と、電子部品２０と、異方導電性部材６
０とを有する。
【００１０】
　図４および図５は、基板モジュール１５の模式平面図である。基板１０の表面に平行な
面内で互いに直交する２方向を第１方向Ｘおよび第２方向Ｙとする。
【００１１】
　基板モジュール１５は、基板１０と、電極パッド１１と、金属パッド１２と、位置決め
部品３０とを有する。図４は、図５の構成から位置決め部品３０を除いた構成を示す。
【００１２】
　複数の電極パッド１１が、基板１０の表面に設けられている。複数の電極パッド１１は
、例えば、第１方向Ｘおよび第２方向Ｙに沿って格子配列されている。また、この例では
少なくとも３つの金属パッド１２が、基板１０の表面に設けられている。電極パッド１１
と金属パッド１２は、基板１０の同じ表面に設けられている。
【００１３】
　図４に示す例では、６つの金属パッド１２が基板１０の表面に設けられている。この金
属パッド１２よりも数が多い複数の電極パッド１１が、金属パッド１２よりも高密度で配
置されている。金属パッド１２は、電極パッド１１と接続されず、また基板１０に形成さ
れた配線とも接続されない孤立パターンである。
【００１４】
　なお、金属パッド１２は、基板１０の表面に形成されたはんだレジストにより、図４に
示す形状に開口制限された構成でもよい。
【００１５】
　第１方向Ｘで隣り合う電極パッド１１間の距離、第２方向Ｙで隣り合う電極パッド１１
間の距離、および第１方向Ｘ及び第２方向Ｙに対して傾いた方向で隣り合う電極パッド１
１間の距離は、金属パッド１２間の最小距離よりも短い。
【００１６】
　例えば、電極パッド１１は円形であり、金属パッド１２は四角形である。１つの金属パ
ッド１２の面積は、１つの電極パッド１１の面積よりも大きい。金属パッド１２の第１方
向Ｘの幅および第２方向Ｙの幅は、電極パッド１１の直径よりも大きい。
【００１７】
　電極パッド１１と金属パッド１２は、例えば金属のパターニングにより、基板１０の表
面に同時に形成され、同じ材料、且つ同じ厚さを有する。
【００１８】
　金属パッド１２には、図２（ｂ）および図５に示すように、位置決め部品３０が固定さ
れる。金属パッド１２の数に対応して、例えば６つの位置決め部品３０が基板１０の表面
上に固定される。位置決め部品３０の材質は、例えば、シリコン、セラミック、またはガ
ラスである。
【００１９】
　図２（ｂ）に示すように、位置決め部品３０における金属パッド１２に向き合う面に金
属膜３５が設けられている。金属膜３５の外形は、金属パッド１２と同じであり、例えば
四角形である。金属膜３５は、例えばＮｉ／Ａｕなどでメタライズされ、はんだ４０によ
って金属パッド１２に固定されている。
【００２０】
　図２（ａ）に示すように、電子部品２０は基板１０の表面に搭載される。電子部品２０
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は、チップ２２と、インターポーザー２３と、複数の対向電極２１と、封止樹脂２４とを
有する。チップ２２は、例えば半導体チップであり、インターポーザー２３上に搭載され
ている。封止樹脂２４は、チップ２２を覆っている。
【００２１】
　複数の対向電極２１は、電子部品２０における基板１０の表面に対向する面に設けられ
ている。対向電極２１は、基板１０の表面に垂直な方向において、複数の電極パッド１１
と対向する。基板１０の表面に設けられた複数の電極パッド１１の配列に対応して、複数
の対向電極２１が例えば図１において破線で示すように格子配列されている。図２（ａ）
に示す例では、複数の対向電極２１は、インターポーザー２３におけるチップ搭載面の反
対側の面に設けられている。
【００２２】
　インターポーザー２３には対向電極２１と電気接続された配線が形成され、その配線と
チップ２２とは例えばワイヤで電気接続される。なお、電子部品２０は、ベアチップ構造
、チップサイズパッケージ構造であってもよい。また、インターポーザー２３上に複数の
チップ２２が積層されていてもよい。
【００２３】
　電子部品２０の複数の対向電極２１と、基板１０の表面に設けられた複数の電極パッド
１１とは電気接続している。電子部品２０の対向電極２１は、金属パッド１２とは電気接
続されていない。
【００２４】
　電子部品２０の対向電極２１は、異方導電性部材を通じて、電極パッド１１と電気接続
している。
【００２５】
　図３は、例えばＡＣＦ（Anisotropic Conductive Film）である異方導電性部材６０を
通じた、対向電極２１と電極パッド１１との接続部の模式断面図である。
【００２６】
　異方導電性部材６０は、電子部品２０の複数の対向電極２１と、基板１０の表面に設け
られた複数の電極パッド１１との間に挿入される。異方導電性部材６０は、例えば樹脂な
どの絶縁部材６１と、絶縁部材６１中に混ぜ合わされた微細な金属粒子６２とを有する。
対向電極２１と電極パッド１１とは、金属粒子６２を通じて電気接続する。対向電極２１
と電極パッド１１とを結ぶ縦方向には導電性で、横方向には絶縁性が保たれる。
【００２７】
　異方導電性部材６０を加熱して硬化させれば、電子部品２０が基板１０に固定された状
態、すなわち対向電極２１と電極パッド１１との接続状態が保持され、電子部品２０を基
板１０に向けて押圧する機構は不要である。
【００２８】
　電子部品２０は、図１に示すように、例えば４つの側面２５ａ、２５ｂ、２５ｃ、２５
ｄを含む。電子部品２０は、それら４つの側面２５ａ、２５ｂ、２５ｃ、２５ｄが形成す
る四角形の外形をもつ。
【００２９】
　電子部品２０の対向電極２１が電極パッド１１と電気接続した状態において、図１およ
び図２（ａ）に示すように、それぞれの位置決め部品３０は、電子部品２０の側面２５ａ
、２５ｂ、２５ｃ、２５ｄに向き合う。
【００３０】
　電子部品２０の側面２５ａ、２５ｂ、２５ｃ、２５ｄと、この側面２５ａ、２５ｂ、２
５ｃ、２５ｄに向き合う位置決め部品３０の側面との間の基板１０の表面面内（ＸＹ面内
）方向の間隔は、複数の電極パッド１１間の最小距離よりも短い。または、複数（この例
では６つ）の位置決め部品３０の中には、その側面が電子部品２０の側面２５ａ、２５ｂ
、２５ｃ、２５ｄに接する（上記間隔がゼロ）位置決め部品３０もあり得る。
【００３１】
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　図５に示す基板モジュール１５における電極パッド１１が形成された領域の周辺には部
分的に位置決め部品３０が配置されている。電極パッド１１が形成された領域を下にした
状態で上から挿入するように電子部品２０を基板１０に搭載する。このとき、位置決め部
品３０が電子部品２０の挿入を邪魔（干渉）しないように、電子部品２０の側面２５ａ、
２５ｂ、２５ｃ、２５ｄと、位置決め部品３０の側面との間にクリアランスが確保される
。このクリアランスが、電子部品２０の搭載後における電子部品２０と位置決め部品３０
との間の上記間隔として反映される。なお、電子部品２０の搭載後のわずかな位置ずれに
よっては、電子部品２０の側面２５ａ、２５ｂ、２５ｃ、２５ｄに接する位置決め部品３
０も生じ得る。
【００３２】
　図２（ｂ）に示すように、位置決め部品３０は、電子部品２０に向き合う側面３１と、
上面３２と、側面３１と上面３２との間に設けられ、側面３１および上面３２に対して傾
斜した傾斜面３３とを有する。この傾斜面３３により、搭載領域に上から挿入される電子
部品２０が位置決め部品３０の上面にぶつかりにくくなり、電子部品２０のスムーズな挿
入が可能になる。
【００３３】
　位置決め部品３０は、電極パッド１１が形成された領域に搭載された電子部品２０の、
基板１０の表面に対して平行な方向の移動（回転も含む）を規制し、電子部品２０を基板
１０上に正確に位置決めする。
【００３４】
　電子部品２０の側面２５ａに向き合って配置された位置決め部品３０は、電子部品２０
の第１方向Ｘに沿った図１における左方向への移動を規制する。電子部品２０の側面２５
ｂに向き合って配置された位置決め部品３０は、電子部品２０の第１方向Ｘに沿った図１
における右方向への移動を規制する。
【００３５】
　電子部品２０の側面２５ｃに向き合って配置された位置決め部品３０は、電子部品２０
の第２方向Ｙに沿った図１における上方向への移動を規制する。電子部品２０の側面２５
ｄに向き合って配置された位置決め部品３０は、電子部品２０の第２方向Ｙに沿った図１
における下方向への移動を規制する。
【００３６】
　図６に示すように、電子部品２０の側面２５ａに向き合う位置決め部品３０は１つでも
よく、また側面２５ｂに向き合う位置決め部品３０も１つでもよい。
【００３７】
　ただし、図１に示すように、長尺側の側面２５ａ、２５ｂに対してはその延在方向の両
端付近に２つの位置決め部品３０を配置することで、電子部品２０のＸＹ面内での回転に
よる位置ずれ量を小さくしやすい。
【００３８】
　このように本実施形態によれば、ソケットなどの部品を用いずに、小型且つ簡単な構成
の位置決め部品３０を用いることで、基板１０上で電子部品２０を正確に位置決めするこ
とができる。これにより、コストダウンを図れ、また電子部品２０の複数の対向電極２１
の狭ピッチ化が進んでも高い信頼性での接続が可能となる。
【００３９】
　位置決め部品３０を金属パッド１２に固定する構造としては、はんだ４０に限らず、例
えば銀ペーストなどの接合材を用いてもよい。ただし、はんだ４０を用いた場合、はんだ
４０の溶融時の表面張力によるセルフアライメント効果によって、位置決め部品３０を金
属パッド１２に容易且つ正確に位置決めすることができる。
【００４０】
　はんだ４０は溶融により金属パッド１２のエッジよりも外側に少しはみ出す傾向がある
。このはんだ４０のはみ出し量が大きいと、電子部品２０を基板１０の表面に搭載すると
きに、電子部品２０がはんだにぶつかって電子部品２０の挿入を妨げる。はんだ４０のは
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み出し量は、金属パッド１２のサイズ（辺の長さ）に比例するため、金属パッド１２のサ
イズを、位置決め部品３０の下面に設けた金属膜３５のサイズよりも小さくすることで、
はんだ４０が位置決め部品３０よりもはみ出さないようにすることができる。
【００４１】
　図１において、電子部品２０の側面２５ａと、その側面２５ａに向き合う位置決め部品
３０との間の間隔と、電子部品２０の側面２５ｂと、その側面２５ｂに向き合う位置決め
部品３０との間の間隔との合計値（第１方向Ｘの間隔の合計値）の分だけ、電子部品２０
は第１方向Ｘに位置ずれし得る。ただし、第１方向Ｘの間隔の合計値は、対向電極２１（
またはこれと電気接続される電極パッド１１）の第１方向Ｘの幅、および第１方向Ｘで隣
り合う対向電極２１（または電極パッド１１）間の最小距離よりも短いため、電子部品２
０が第１方向Ｘの間隔の合計値分、第１方向Ｘにずれても、対向電極２１とこれの接続対
象の電極パッド１１との接続状態は維持される。
【００４２】
　また、電子部品２０の側面２５ｃと、その側面２５ｃに向き合う位置決め部品３０との
間の間隔と、電子部品２０の側面２５ｄと、その側面２５ｄに向き合う位置決め部品３０
との間の間隔との合計値（第２方向Ｙの間隔の合計値）の分だけ、電子部品２０は第２方
向Ｙに位置ずれし得る。ただし、第２方向Ｙの間隔の合計値は、対向電極２１（または電
極パッド１１）の第２方向Ｙの幅、および第２方向Ｙで隣り合う対向電極２１（または電
極パッド１１）間の最小距離よりも小さいため、電子部品２０が第２方向Ｙの隙間の合計
値分、第２方向Ｘにずれても、電極２１とこれの接続対象の第１パッド１１との接続状態
は維持される。
【００４３】
　図７に示すように、少なくとも３つの位置決め部品３０を、基板１０の表面上において
互いを結ぶ線が三角形を含む関係で配置すれば（位置決め部品３０の側面が電子部品２０
に向き合っている部分が３つ以上であれば）、基板１０の表面上における第１方向Ｘの移
動、第２方向Ｙの移動、および回転を規制することができる。
【００４４】
　この例では、電子部品２０の側面２５ａに向き合う位置決め部品３０が電子部品２０の
図７における左方向への移動を規制する。電子部品２０の側面２５ｃに向き合う位置決め
部品３０が電子部品２０の図７における上方向への移動を規制する。電子部品２０の側面
２５ｂと側面２５ｄとが形成する角に向き合う位置決め部品３０は、電子部品２０の図７
における右方向および下方向への移動を規制する。また、３つの位置決め部品３０は、電
子部品２０のＸＹ面内における回転を規制する。
【００４５】
　ただし、図１や図６に示すように、電子部品２０が有するすべての側面２５ａ、２５ｂ
、２５ｃ、２５ｄのそれぞれに少なくとも１つの位置決め部品３０が向き合うように配置
することで、図７に示す構成よりも電子部品２０の位置ずれ量を小さくできる。
【００４６】
　図８は、他の実施形態に係る電子部品モジュールの模式平面図である。
【００４７】
　この例では、基板１０の表面に、１つの電子部品７１と複数の電子部品７２が搭載され
ている。電子部品７１は例えばプロセッサなどの処理装置である。複数の電子部品７２は
、電子部品７１の周囲に配置され、例えばメモリチップを含む。
【００４８】
　前述した電子部品２０と同様、電子部品７１および電子部品７２のそれぞれにおける基
板１０の表面に向き合う面には複数の電極が設けられ、それら電極は基板１０の表面に設
けられた電極パッド１１に電気接続される。
【００４９】
　電子部品７１および電子部品７２の周囲には前述した位置決め部品３０が配置され、そ
の位置決め部品３０によって電子部品７１および電子部品７２は基板１０の表面上に正確
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に位置決めされている。
【００５０】
　隣り合う電子部品７２の間に配置された位置決め部品３０は、それら隣り合う電子部品
７２に共通の位置決め部品３０として機能する。また、電子部品７１と電子部品７２との
間に配置された位置決め部品３０は、電子部品７１および電子部品７２に共通の位置決め
部品３０として機能する。
【００５１】
　電子部品２０の対向電極２１は、電極パッド１１に直接接してもよい。この場合、図９
に示すように押圧部材５０によって電子部品２０が基板１０の表面に向けて押圧されるこ
とで、電子部品２０の対向電極２１と電極パッド１１との確実な電気接続が維持される。
押圧部材５０は基板１０に対して例えばねじで固定され、そのねじの締結力が押圧力を生
じさせる。
【００５２】
　または、押圧部材５０を用いた構成において、絶縁部材の上下面を貫通し、電気接続方
向（押圧方向）に対して斜めに形成された複数の導電芯線を有する異方導電性部材を対向
電極２１と電極パッド１１との間に挿入してもよい。
【００５３】
　図１０に示すように、位置決め部品３０の外形は、電子部品２０の側面２５ａ、２５ｂ
、２５ｃ、２５ｄに沿う方向に長い矩形であってもよい。この場合、位置決め部品３０が
固定される電極パッド１１の外形も、位置決め部品３０に合わせて矩形にされる。
【００５４】
　また、図１１に示すように、位置決め部品３０の外形は、円形であってもよい。この場
合、位置決め部品３０が固定される電極パッド１１の外形も、位置決め部品３０に合わせ
て円形にされる。
【００５５】
　図１２（ａ）はさらに他の実施形態に係る電子部品モジュールの模式平面図であり、図
１２（ｂ）は図１２（ａ）に示す電子部品モジュールの模式断面図である。
【００５６】
　この例においても、電子部品１２０における基板１０の表面に対向する面に複数の対向
電極２１が形成され、例えば異方導電性部材６０を介して、対向電極２１は基板１０の表
面に形成された電極パッド１１と電気接続している。
【００５７】
　また、電子部品１２０における例えば樹脂のパッケージ部分の基板１０の表面に対向す
る部分に、複数の凹部１２３が形成されている。その凹部１２３内に位置決め部品３０が
位置する。位置決め部品３０は、前述した実施形態と同様、基板１０の表面に形成された
金属パッド１２に固定されている。
【００５８】
　１つの位置決め部品３０は４つの側面を有し、１つの位置決め部品３０が配置される１
つの凹部１２３も４つの側面（内壁面）を有する。位置決め部品３０の４つの側面はそれ
ぞれ凹部１２３の４つの側面に向き合っている。
【００５９】
　第１方向Ｘにおける位置決め部品３０の側面と凹部１２３の側面との間の間隔は、第１
方向Ｘで隣り合う電極パッド１１間の最小距離、および第１方向Ｘにおける電極パッド１
１の幅（直径）よりも短い。第２方向Ｙにおける位置決め部品３０の側面と凹部１２３の
側面との間の間隔は、第２方向Ｙで隣り合う電極パッド１１間の最小距離、および第２方
向Ｙにおける電極パッド１１の幅（直径）よりも短い。
【００６０】
　なお、電子部品２０の基板１０への搭載後のわずかな位置ずれによっては、凹部１２３
の側面に接する位置決め部品３０の側面も存在し得る。
【００６１】
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　本実施形態においても。位置決め部品３０は、電子部品２０の基板１０の表面に対して
平行な方向の移動（回転も含む）を規制し、電子部品２０を基板１０上に正確に位置決め
する。
【００６２】
　図１２（ａ）に示す例では、四角形の外形を有する電子部品１２０の四隅の近くに配置
された４つの位置決め部品３０により、電子部品１２０の基板１０の表面に対して平行な
方向の移動（回転も含む）が規制される。
【００６３】
　または、図１３に示すように、電子部品１２０のある１つの辺に沿う矩形状の凹部１２
３を形成し、その凹部１２３内に位置する、外形が矩形状の１つの位置決め部品３０によ
っても、電子部品１２０の基板１０の表面に対して平行な方向の移動（回転も含む）を規
制することができる。
【００６４】
　また、図１４（ａ）に示すように、電子部品１２０の側面に切り欠き１２４を形成し、
その切り欠き１２４に位置決め部品３０が位置するようにしてもよい。例えば、電子部品
１２０における同じ方向に沿う一対の側面１２５ａ、１２５ｂのそれぞれに切り欠き１２
４および位置決め部品３０が配置される。１つの切り欠き１２４は例えば２つの側面を有
し、その側面に位置決め部品３０の側面が向き合う。１つの切り欠き１２４が３以上の側
面を有する構成であってもよい。位置決め部品３０の側面と切り欠き１２４の側面との間
の間隔は、隣り合う電極パッド１１間の最小距離、および電極パッド１１の最小幅よりも
短い。
【００６５】
　切り欠き１２４は電子部品１２０の上面まで延びていることに限らず、図１４（ｂ）に
示すように、電子部品１２０の厚さ方向の下側の部分だけに形成してもよい。
【００６６】
　図１５（ａ）は、電子部品１２０の第２方向Ｙに沿う側面１２５ａに形成された切り欠
き１２４に配置された位置決め部品３０と、第２方向Ｙに沿う別の側面１２５ｂに向き合
う位置決め部品３０と、第１方向Ｘに沿う側面１２５ｃに向き合う位置決め部品３０の３
つの位置決め部品３０によって電子部品１２０を位置決めした例を示す。
【００６７】
　図１５（ｂ）に示すように、位置決め部品３０の外形は三角形であってもよい。または
、位置決め部品３０の外形は五角形以上の多角形であってもよい。
【００６８】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や
要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる
。
【符号の説明】
【００６９】
　１…電子部品モジュール、１０…基板、１１…電極パッド、１２…金属パッド、１５…
基板モジュール、２０,１２０…電子部品、２１…対向電極、２２…チップ、２３…イン
ターポーザー、３０…位置決め部品、３５…金属膜、４０…はんだ、５０…押圧部材、６
０…異方導電性部材
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